（B744）顾客特殊要求
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	更新时间
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	1-4
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	610557、610031PCB技术规范（补充文件）姚萍萍2023-04-12顾客质量要求评审表
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	验收标准及对应的出货报告要求
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备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
1.孔，线路：

1）客户订单无要求时，单点最小孔铜厚度：20μm

2）客户订单无要求时，孔径公差：PTH公差+/-0.075mm，NPTH孔径公差+/-0.05mm，压接孔孔径公差+/-0.05mm

3）客户订单无要求时，焊盘＜12mil 时，公差+/-1.2mil；焊盘≥12mil 时，公差+/-10%
2.阻焊

1）阻焊厚度：外层基铜＜1oz时，导体表面阻焊厚度10~30μm；线路拐角最小5μm

3.表面处理

1）喷锡厚度2~40μm

2）沉金：金厚0.05-0.10μm，镍厚3-8μm。

3）金手指镀镍金：金厚0.25-1.5μm，镍厚≥3μm。
阻抗条
客户有阻抗设计的要提供测试条，工程注意勾选测试条
5、验收等级
按IPC 3级投产的所有印制板验收标准直接更改为GJB362C-2021；

出货报告（针对GJB362C-2021验收标准）
1）可焊性测试报告
2）金相切片测试报告
3）特性阻抗测试报告（有阻抗时）
4）热应力测试报告
5）铜厚与介质厚度测试报告
6）金相切片图（含孔粗、孔铜厚度）
预审部分： 

CAM部分： 

